~ Fraunhofer - ./

IWS Dresden

FRAUNHOFER-INSTITUT FUR WERKSTOFF- UND STRAHLTECHNIK IWS

MIKROMATERIALBEARBEITEN

Nur klein ist nicht genug - die vielféltigen Potenziale direktschreibender Prazisionsbearbeitung

Fraunhofer-Institut fiir Werkstoff-
und Strahltechnik IWS
WinterbergstraBe 28, 01277 Dresden

Fax +49 351 83391-3300
www.iws.fraunhofer.de

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. Volker Franke

Telefon +49 351 83391-3254
volker.franke@iws.fraunhofer.de

info 800-4

Aufgabenstellung

Nicht nur kleine Bauteile und Kompo-
nenten sind naheliegender Gegenstand
der laserbasierten und mechanischen
Mikro- und Feinbearbeitung. Zuneh-
mend sind die Oberflachen groBerer
Werkstlcke in den Fokus verschiedener
Industriezweige gertickt: Mit gezielter
flachiger oder punktueller Modifizie-
rung der Kontaktseite zu kommuni-
zierenden Bauteilen oder der Umwelt
kénnen Eigenschaften im Anwen-
dungssinn beeinflusst und eingestellt
werden.

In gleichem MaBe wie die Strukturie-
rung ist die Diagnostik entscheidend
flr das Verstandnis von Prozessen und
Proben. Deshalb hat sich die Arbeits-
gruppe auf die optische Laserprozess-
charakterisierung mit Hochgeschwin-
digkeitskameratechnik sowie auf die

schadigungsfreie Analyse mittels Tera-
hertzstrahlung spezialisiert.

Anwendungsorientiert begleiten wir
unsere Partner von ersten Machbar-
keitsstudien Uber die ProzeBentwick-
lung bis hin zur Umsetzung in der Seri-
enfertigung.

Themenfelder

Die Lasermikrobearbeitung findet in
vielen Gebieten Anwendung. Die
Applikationen erstrecken sich dabei
vom abtragenden Bearbeiten vielfaltig-
ster Materialien mit hoher Genauigkeit
Uber das Mikrofligen unterschiedlicher
Materialkombinationen bis hin zur
Oberflachenmodifizierung. Der Einsatz
von Ultrakurzpulslasersystemen ermaég-
licht eine hochgenaue Bearbeitung
auch transparenter Materialien und
diinner Schichten bei minimaler ther-
mischer Beeinflussung.



Ausgewahlte Anwendungsbeipiele

Abtragende Formgebung

- geometrisch flexibles Mikroschneiden
und -bohren sowie Volumenabtrag
mit minimalen StrukturgréBen im
Bereich 5 pm

- Bearbeitung unterschiedlichster
Werkstoffe wie Metalle, Keramiken,
Polymere, Glaser, Verbundmaterialien
und hochentropische Komposite

Selektives Entschichten und Reinigen

- flachiges oder gezieltes geometrisch
definiertes Entfernen diinner Schich-
ten von Grundkorpern oder
mehrlagigen Materialien

- schadigungsarme Reinigung oder
strukturiertes Funktionalisieren ohne
Beeinflussung darunterliegender
Materiallagen

- selektive Freilegung von Funktions-
komponenten in Verbundmaterialien
wie CFK oder GFK

Oberflachenmodifizieren und -funktio-

nalisieren

flachiges oder gezieltes geometrisch

definiertes Modifizieren von Oberfla-

cheneigenschaften wie Reibwert

oder Benetzungsverhalten

- gezieltes und definiertes Einstellen
tribologischer Eigenschaften fir
automobile Komponenten, Lager
oder Werkzeuge fir die spanende
Bearbeitung

- signifikante Einsparpotenziale durch
bis zu 25%ige Reduzierung des Reib-
wertes

- Erhohen der Verbindungsfestigkeit
bei Mischverbindungen

ProzeBnahe oder -integrierte Diagnose

- tomografische Untersuchungen zur
Darstellung innenliegender, verdeck-
ter Strukturen und Defekte, z. B.
Risse

- Hochgeschwindigkeitsbildanalyse
von Laser- und anderen Prozessen
direkt im ProzeB und mit bis zu
mikroskopischer Auflésung

Eigenschaften der direkten Lasermikrostrukturierung mit ultrakurzen

Pulsen und ihre Vorteile

LaserkenngroBen

geringe bis keine Materialeinschrankungen

geringe Schadigung aufgrund niedrigster thermischer Beeinflussung

geringe Grat- und Aufwurfbildung, hohe MaBhaltigkeit und Strukturauflésung
hohe Gestaltungsfreiheit und Reproduzierbarkeit

materialselektive Bearbeitung durch sensible Einstellung verantwortlicher

Tribologisch wirksame Lasermikrostrukturen

auf einer Motorenkomponente

Selektives Freilegen von Glasfasern im Faser-

verbundwerkstoff

Reservoirwirksame Mikrostrukturen in Hoch-

leistungskeramiklagern

1 Lasermikrogeschnittenes, -gebohr-
tes und -strukturiertes Mikroflui-
dikmodul aus PET

2 Lasergeschnittenes Zahnrad aus
PTFE



